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1. 前言 

GD32 MCU 嵌入了数个（个数取决于选型）SAR ADC，通过这个模块，能够灵活方便的将模

拟信号转化为数字信号。ADC 的精度不仅受自身设计与工艺因素的影响，也会受到多种外部

因素的影响，想要在实际应用中达到标称的精度，需要在软件配置端与外围电路的设计上给与

足够的重视。本应用笔记给出了 SAR ADC 的基本工作原理、常见指标参数以及改善 ADC 采

样精度的几个方向与手段，以获得 ADC 的最佳精度。 

1.1. ADC 简介 

ADC 转换包括采样、保持、量化、编码四个步骤。采样阶段需要在规定的采样时间内将外部信

号的电压完整无误的采样到 ADC 的采样电容上，即在采样开关 SW 关闭的过程中，外部输入

信号通过外部的输入电阻 RAIN 和以及 ADC 采样电阻 RADC 对采样电容 CADC 充电。如图 1-1. 

ADC 采样基本框图所示，每次采样过程可以简化为外部信号通过输入阻抗以及采样电阻对采

样电容的充电（即采样电容零状态的单位阶跃响应）如图 1-2. ADC 采样阶段单位阶跃响应所

示。当采样时间结束后，采样误差表示为采样电容上的电压与信号源上的电压差值。在一次理

想的采样过程中，这个电压差值应该保持在 0.5LSB 以内（LSB 为 SAR ADC 的最小的电压分

辨率，0.5LSB 为 SAR ADC 的量化误差）。 

量化阶段，将采样开关 SW 打开，然后由 ADC 时钟驱动，基于切换电容技术，将 ADC 采样电

容上的电压逐次与不同权重的参考电压做比较，逐位确定 N 位数据每一位上的值（N 为 ADC

的采样位数），然后编码输出数字码值。在量化过程中，参考电压 VREF+需要对切换电容网络进

行充电。VREF+基准需要在量化过程中保持稳定。 

图1-1. ADC采样基本框图 
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图1-2. ADC采样阶段单位阶跃响应 
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1.2. ADC 的性能指标 

评估 ADC 性能的好坏通常有两类指标，一种为静态性能参数，一种为动态性能参数。在这里

先介绍这几种参数的定义。 

在静态性能参数中，主要有以下几种： 

 偏置误差(Offset error) 

ADC 的偏置误差定义为第一个码字转换（从 0x00 到 0x01）所对应的实际电压偏离理想电压

位置的差值。如图 1-3. 偏置误差所示。 

图1-3. 偏置误差 
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 增益误差（Gain Error） 

ADC 的增益误差是指最后一次码字转换中实际转换与理想转换点电压之间（对于 12bit ADC

来说，即从 0xFFE 到 0xFFF）的差值。如图 1-4. 增益误差所示。 

图1-4. 增益误差 
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 微分非线性误差（DNL） 

微分非线性误差定义为实际量化台阶宽度与对应于 1LSB 的理想电压值之间的差异。指每一个

码字宽度偏离理想的 1LSB 的程度。计算方法为每个码字模拟量的宽度减去一个 LSB 的值，

当码字宽度大于一个 LSB 宽度时，DNL 为正值，反之，DNL 为负值。如图 1-5. 微分非线性

误差所示。 

图1-5. 微分非线性误差 
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 积分非线性误差（INL） 

积分非线性误差是指一个码字的实际输入点与传输函数线上理想输入之间的偏移。传输函数线

可以定义为第一次实际转换与最后一次实际转换所连接的线，即 ADC 的偏置和增益误差点之

间的一条直线。如图 1-6. 积分非线性误差所示。 

图1-6. 积分非线性误差 
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在精密信号链系统中，对于 ADC 来说，往往关注的主要是 ADC 的静态特性参数。然而对于采

样率达到 MSPS 的 SAR ADC 而言，有时也会用于采样频率较快的交流信号，因此对于交流输

入信号的真实复现也尤为重要，在这种场景中，我们更关注信号中的频域特性。一些动态特性

参数也需关注，主要包括下面几种，通常需要借助对采样信号的 FFT 变换来分析频域特性。 

以下为 ADC 采样一组周期信号，并进行 FFT 分析后的典型频谱，如图 1-7. ADC 采样信号 FFT

频谱图所示。 

图1-7. ADC采样信号FFT频谱图 
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 信噪比（SNR） 

信噪比代表了频谱中信号的有效值和噪声的有效值之间的比值。然后取对数，再乘以 20，从而

得到 dB 形式的 SNR 的值。 

 SNDR（信纳比） 

信纳比代表了频谱中信号功率的有效值比上噪声加上所有谐波分量的功率之和。因此从定义上

看，信纳比是必然会小于信噪比的。 

 ENOB（有效位数） 

在许多应用场合，惯于使用有效位数来描述 ADC 的性能。ENOB 通常使用信纳比来计算。如

下公式（1-1）： 

ENOB=
(SINAD-1.76)

6.02
                              （1-1） 

 THD（总谐波系数） 

总谐波系数表述基波信号的有效值与所有谐波的有效值之和的比值。 

1.3. ADC 采样过程中的理论分析 

针对 SAR ADC 工作时的模型，根据电路理论，计算系统零状态的单位阶跃响应，见下公式（1-

2）： 

VC(t)=VAIN* (1-e
-
t

τ)                          （1-2） 

其中𝜏为上述电路中的时间常数，为(RAIN+RADC)*CADC，RADC与 CADC这两项参数在数据手册中

可以查询到； 

对于 ADC 的采样精度误差，我们按照量化误差，给定一个最大误差值 0.5LSB，因此，如果需

要在给定的采样周期内，满足采样误差的要求，于是对于信号的输入阻抗有了一定的要求，见

下公式（1-3） 

VAIN-VC(t)=
LSB

2
=

1

2
*

VREF

2
N                      （1-3） 

公式（1-3）中 N 为 ADC 的转换位数，VREF 为满量程电压，将公式（1-2）带入公式（1-3），

可以得到公式（1-4） 

RAINmax=
TS

fADC*CADC*ln(2
N+1)

-RADC                 （1-4） 

其中 TS为软件中配置的 ADC 采样周期。 

显然，在 ADC 时钟频率 fADC一定的情况下，不同的采样周期会对应一个 RAINmax，外部输入信

号的输出阻抗也必须小于这个 RAINmax，否则会引起采样精度误差大于 0.5LSB。 

基于以上讨论，对于 SAR ADC，在设计其外围电路时首先考虑的是采样时间以及外部信号源
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内阻，如果忽略这些基本参数，则采样结果很难达到理想的精度。 

以上讨论的是 SAR ADC 最基本的工作情况。 

然而在实际情况中来，我们通常会在信号源与 ADC 接口之间添加一个 RC 滤波器，用来限制

到达 ADC 输入端的信号带外噪声，以获得更精准的采样结果。其等效图如下图所示，信号源

在进入 ADC 通道前先经过一个等效输入阻抗（将信号源阻抗与 RC 滤波器电阻作为 RAIN），再

经过一个对地电容 CIN，如下图所示： 

图1-8. 添加外部电容CIN的ADC采样框图 

ADC

ADC采集

RAIN

GD32 MCU

CADC

VSSA

RADC

SW

CINVIN

  

前面电路公式的前提是电路是从零状态开始响应，即 CADC 的初始电压为 0，但实际采样过程

中采样电容上的初始电压并不为 0，这个电压的取值与具体的 ADC 输入结构有关。在 SAR 

ADC 的充电再分配结构中，如果使用了预采样电路，则该电压的值可能等于 VREF+或者 GND。

在某些特殊情况下。为了降低电容上的电压应力，经特殊设计，该初始电压可以被设定为

1/2VREF+，在连续以及扫描模式采样时，该初始电压可能等于上一个采样通道的信号电压。 

通常而言，信号的输入阻抗 RAIN会显著大于 ADC 的采样电阻 RADC，因此在 ADC 的采样开关

SW 闭合时，输入电容与采样电容上电压与时间的关系可如下图所示： 

可以将开关 SW 闭合后的时间段简化分为两个部分，即 T1 时间段与 T2 时间段。 

图1-9. 采样过程电压变化图 
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t
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设 α 为输入电容 CIN与 CADC的电容容量比值。 

假定采样电容 CADC初始电压为 CADC(0)，在 T1 时间段内，输入电容的电荷通过 ADC 采样电阻

流向 ADC 采样电容，最终达到一个稳定值，此时，不再有能量转移。 

根据电荷重分配可得经过 T1 时间段后 CIN 与 CADC 平衡后的电压如公式（1-5）以及电压变化

量如公式（1-6）： 

VCX0= (
α

α+1
VCin(0)+

1

α+1
VCadc(0))                     （1-5） 

∆V=
1

α+1
(VCin(0)-VCadc(0))                      （1-6） 

容易得出，输入电容与采样电容的比值越大，产生的电压降落（或电压尖峰，取决于采样开关

闭合前采样电容上的初始电压与外部输入电容上的电压）的幅值越小。 

在 T2 时间段内，输入电容与采样电容上的电压已经相等，电路实际上可等效为输入信号源通

过信号的输出阻抗对采样电容与输入电容并联的充电。 

由电路理论知识： 

在 T2 时间段内，采样电容上的电压如公式（1-7）所示： 

VCadc(t)=Vcin(t)=(VIN-VCX0) (1-e
-
t

τ2)+VCX0               （1-7） 

其中τ2为 T2 阶段的时间常数，为(RAIN+RADC)*(CADC+CIN)。 

在采样结束，我们同样需要采样电容上的实际电压与输入信号电压的差值小于 1/2LSB，带入

相关公式，可得如下结果公式（1-8）： 

RAINmax=
TS

fADC*(CADC+CIN)*ln(
(VIN-VCadc(0))

(1+α)*VREF
*2

N+1

)

-RADC          （1-8） 

其中，VREF为满量程电压。 

从公式中我们能发现，当 VIN=VREF，CIN=0，VCADC=0 时，则输入阻抗的要求与前述简单情况

一致。在信号与 ADC 输入端中间添加 RC 滤波器后，对于采样时间和信号输入电阻的要求会

更高。 
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2. 提高采样精度的几种方法 

基于 SAR ADC 的几个工作流程，需要保证在每个流程都不引入导致误差的可能性，我们从以

下几个方面讨论提高 ADC 采样精度的措施。 

2.1. MCU 供电电源 

在 GD32 MCU 不同的系列或者封装中，有将 VREF+引脚单独引出的，也有 VREF+引脚未单独引

出，而是在芯片内部与 VDDA连接在一起，详细信息请参考所选 MCU 的 datasheet。 

在 GD32 部分系列中，在内部有一个精准的内部参考源（典型电压 2.5V），可以用作 ADC 工

作时的参考电压，该内部参考电压可以连接到 VREF引脚上，但需要留意的是，该内部参考源带

载能力不强，谨慎选择所带负载大小。 

由于在量化编码的过程中，VREF+需要对转化电容网络充电，在量化过程中，也会有对基准源抽

取电荷的动作，因此，如果没有其他的去耦措施，一个稳健且干净的 VREF+基准会显著影响 ADC

量化的精度，我们建议对于这两个电源采用纹波噪声系数更小的 LDO 来供电。对于 VREF+基准

源，我们建议靠近引脚并联一个 uF 级以及一个 nF 级的去耦电容，一方面可以滤除来自外部

低频与高频的电源噪声，另一方面，也可使 ADC 在量化编码过程的基准源更加稳定。 

在 layout 过程中，相关电源线的走线上，我们推荐加宽电源迹线，以减小迹线的 ESR，在量

化阶段，减小转化电容网络瞬间充电对输入基准源的影响。 

相同的情况，在一些场景中，VDD与 VREF+来自同一颗 LDO，然后在 LDO 与 VREF+之间串联一

颗磁珠，如图 2-1. VREF+串联磁珠图所示，以屏蔽外部电源对于 VREF+的影响。这里需要注意

选择磁珠时，需要关注磁珠的 RDC（直流电阻）参数，应当优先选取 RDC 小的型号，以减小在

磁珠上造成的直流压降。直流电阻小，通常磁珠的高频处的阻抗也会小，因此这也是一个抗干

扰与采样精度的权衡过程。另外，通常不建议在此处将磁珠换成电感，由于 VREF+在量化编码

过程中，会存在高频的脉冲电流，如果靠近 VREF+引脚的去耦电容设置不合适，则比较容易引

起 VREF+电压的震荡，影响 ADC 的精度。 
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图2-1. VREF+串联磁珠图 
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2.2. 引脚电容设置 

系统的硬件解耦对于采样精度提高尤为重要，我们推荐如图 2-2. 引脚电容设置图所示解耦电

容的配置方式，在 MCU 端，对于模拟电源引脚，建议就近放置一个 1uF 与一个 10nF 的陶瓷

电容（ESR 较低）。对于其他的数字电源 VDD 引脚，就近放置一个 100nF 的陶瓷电容。对于

MCU 接地引脚，建议将模拟地与数字地采用 0 欧姆电阻或者磁珠连接，以屏蔽数字地对于模

拟地的干扰。 

图2-2. 引脚电容设置图 
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2.3. ADC 参考电压设置的影响 

ADC 输入信号幅值范围为 VSSA 到 VREF+，对于部分小封装 MCU，VREF+与 VDDA 在芯片内部连

接在一起。VREF+电压的设置需严格参考 datasheet 手册中的规定范围，采样信号的幅值不应超

出 VREF+的幅值，对于无 VREF+引脚的 MCU，采样信号的幅值不应超出 VDDA 的幅值，否则可能

会导致模拟电源漏电，严重影响 ADC 性能。 

此外，我们可以思考下如何根据 ADC 输入信号幅值范围设置合理的 VREF+，或者根据配置完毕

的 VREF+设置合理的 ADC 信号输入范围。 

举个例子： 

当输入信号电压范围为 0-2.6 V 时，若设置 VREF+为 3.6 V，采样信号进入 GD32 MCU 12bit 

ADC，在忽略采样误差的前提下，可以得出采样结果数字量范围为 0-2958，采样结果能够分

辨出 0.9 mV 的电压，然而对于 2759-4095 之间的采样码值均未出现；若改版硬件，使得 VREF+

为 2.6 V，此时，采样结果数字量范围为 0-4095，ADC 能够分辨出的最小电压为 0.6 mV。显

然后者均有更高的采样精度。 

因此在项目的硬件设计阶段，如果对于采样精度有要求的前提下，我们需要评估下 ADC 输入

信号的电压范围，配置输入信号电压的最大值略小于 VREF+，以提高采样精度。 

2.4. IO 口引入超范围电压的影响 

任何模拟引脚（或相邻的数字输入引脚）上如果存在小于 GND 的负电压时（不大于-200 mV

的负电压可以被认为是安全的），会引入从该 IO 口流出的负电流。这种情况下会显著影响 ADC

的采样结果，为了更精确的采样结果，需要确保相关 IO 口上在 ADC 工作期间不要有负电压的

存在。 

ADC 采样的 IO 口在非采样时间也不要引入高于 VDDA 的电压，可能会造成对 ADC 内核的漏

电，引起采样精度的变差。 

2.5. 信号源输入电阻的影响 

从前文理论分析可知，SAR ADC 采样对于信号的输入电阻是有明确要求的，对于一个具体的

ADC，其采样电阻 RADC与采样电容 CADC已经不可更改，当 ADC 的采样时钟，采样周期等可

配置参数配置完毕时，则外部信号的输入阻抗则是有一个最大值的要求，即公式（1-4）： 

RAINmax=
TS

fADC*CADC*ln(2N+1)
-RADC 

配置的不同的采样周期所对应的最大输入电阻，在对应 MCU 型号 datasheet 中会给出，用户

也可根据公式与实际情况自行计算。 

图 2-3. CIN 电压波形图为 GD32 一款 MCU 在开启 ADC 采样时，在输入电容 CIN 上采到的电

压信号波形。 
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可以看出，在采样开关 SW 闭合后，电压会显著掉下来，但是只要采样时间和信号输入阻抗满

足我们手册要求，那么在采样时间得到满足后电压就可以恢复到与实际信号电压相差 0.5LSB

以内。 

图2-3. CIN电压波形图 

 

接下来我们再考虑一种极端情况，当信号源的输入电阻要求已经明显不满足手册要求了，我们

可以采用什么方法？ 

按如下举例： 

在实际使用中，会经常有采样锂电池电压的需求。由于锂电池的电压往往会高于 MCU ADC 的

采样电压（ADC 的采样范围为 VSSA到 VREF+），因此用户会经常采用两个电阻分压，然后将分

压结果送进 ADC 通道进行采样。对于锂电池供电应用，客户对于功耗往往有严苛要求，因此，

如图 2-4. 锂电池电压采样电路所示的这两个分压电阻往往会被设置的很大，以减小无谓功耗。 

图2-4. 锂电池电压采样电路 

ADC

锂电池电压采集

GD32 MCU

CADC

VSSA

RADC

SW

锂电池

R1

R2

 

上图中，假设锂电池电压为 24V，R2 = 1M 欧姆，R1 = 9M 欧姆，则进入 ADC 通道的电压为

2.4V，在 ADC 的采样范围之内，无谓功耗取电池电压除以 R1 与 R2 的和，此时浪费的额外无
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谓功耗仅为 2.4uA，看起来很美好，但我们来计算一下这个分压电路的输出阻抗，该电路的输

出阻抗为 R1 与 R2 电阻的并联，结果为 0.9M 欧姆。参考下 GD32F150x 芯片手册关于 RAIN

与采样周期的表格，如下： 

表 2-1. fADC=14MHz 采样周期与外部输入阻抗关系 

Ts(cycles) ts(us) RAINmax (kΩ) 

1.5 0.107 0.88 

7.5 0.536 6.4 

13.5 0.964 11.95 

28.5 2.036 25.72 

41.5 2.964 37.68 

55.5 3.964 50.57 

71.5 5.107 65.29 

239.5 17.107 219.86 

显然在 ADC 采样时钟为 14MHz 的情形下，当采样周期设到最大值 239.5 个周期时，允许的

最大输入阻抗为 219.9k 欧姆。0.9M 欧姆远大于 219.9k，因此，由于采样时间无法配置为更

大，此时 MCU 的 ADC 采样已无法做到精确采样了。 

此时，我们有几种方法来改善此种情况下的 ADC 采样： 

如果电路仍然可以修改的情况下，建议添加一个运放跟随电路，实现阻抗匹配； 

如果对于采样率没有要求的情况下，我们可以降低 ADC 的采样时钟，变相提高采样时间来使

得采样电容充电到正确电位； 

在功耗要求可以放宽时，我们可以同比例缩小 R1，R2 这两个电阻，比如 R1 = 900k，R2 = 

100k，此时该分压电路的输出阻抗变为 90k，配置合适的采样周期，已经能够满足 ADC 的阻

抗要求； 

如果上述更改由于种种条件限制，已不能实现。当外部电路的输出阻抗已经超过 ADC 电路的

最大输入阻抗要求了，我们思考另外一种方式来保证 ADC 采样精度的情况下顺利完成 ADC 采

样。 

由前述理论定量分析可得，如果在 ADC 输入通道上并联一个对地的输入电容 CIN，则在 ADC

采样开关闭合后的 TI 时间段内，采样电容上的电荷会通过采样电阻传递到外部输入电容上，

引起输入电容上的电压降落或者尖峰（取决于采样电容上的电压）。这个电压降落或者是尖峰

如果小于量化误差即 0.5LSB，则不会影响 ADC 采样的精度。 

由公式（1-6），当VCin(0)=Vmax=VREF+，VCadc(0) = 0，电压降取到最大值。 

∆V=
1

α+1
*VREF+<

LSB

2
 

可得α≥8191，因此当CIN>8191*CADC
，即可满足 ADC 采样精度需求。 

这里我们容易看到，在这种情况下，ADC 的采样频率需要尤为注意，因为当输入电容上发生电

压掉落或者电压毛刺后，需要通过输入电阻 RIN将这些电荷补充上（或者释放掉，取决于采样

电容上电压与输入电压大小），因此我们需要保证每两次采样之间需要一定的延时，否则输入
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电容会由于不断给采样电容充电导致输入电容上电压被不断拉低而超出 0.5LSB 误差的精度要

求。如图 2-5. 采样间隔时间不足理论参考图所示： 

图2-5. 采样间隔时间不足理论参考图 

Vcin(0)

VCin(t)

t

ΔV<0.5LSB

Suit able inte rva l 

 

如图 2-6. 采样间隔时间不足实际参考图所示，在一个实际的采样过程，由于输入阻抗过大，

且每两次采样之间预留延时不够长，造成 CIN电压被不断拉低。 

图2-6. 采样间隔时间不足实际参考图 

。 

因此在每两次采样中间加上必要的延时是必要的。接下来我们讨论这个延时取多大值合适。 

根据前文理论知识，这个间隔时间包括给输入电容对采样电容充电时间 T1 加上外部输入信号

对输入电容加上采样电容之和充电的时间 T2，在外部输入阻抗比较大时，T1 阶段的时间常数

是远小于 T2 阶段的时间常数的，因此 T2>>T1，这里我们仅考虑 T2 时间。 

对于 T2 时间段，由公式（1-7）计算当采样电容电压与输入信号 VIN 差 0.5LSB 时的时间为

T2，解如下方程，可得此时 T2 的表达式： 

VCadc(t)=Vcin(t)=(VIN-VCX0) (1-e
-
t
τ2)+VCX0 = VIN-0.5LSB 
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T2=-τ2*ln (
𝛼+1

8192
)                            （2-1） 

因此我们有结论：对于 SAR ADC 在采样时间内，采样电容上的电压必须被充分充放电，其被

充电的电压值与外部输入电压之间的差值不应超过 0.5LSB，否则无论后级 ADC 性能如何卓

越，都无法真实反映信号的幅值。对于极大输入阻抗，我们添加了一颗电容来限制单次采样时

的电压跌落或上升毛刺的幅值，但是此种情形下，需要在每两次采样之间添加足够的时延给内

部采样电容充电，以保证采样开关关闭时，采样电容上的电压与外部信号的电压差在量化误差

范围一列。 

特别的，当 ADC 工作在连续采样或者扫描采样时，如果由于输入阻抗过大，且未被及时修正

时，输入阻抗过大通道的采样结果会受前一个采样通道信号的影响，通过增大采样时间以满足

输入阻抗的影响会显著改善这个现象。 

2.6. 软件提高 ADC 的采样精度 

在 GD32 部分系列 MCU 中具有 ADC 的片上硬件过采样功能，硬件过采样单元执行数据预处

理以减轻 CPU 负担。它能够处理多个转换，并将多个转换的结果取平均，借此以提高 ADC 采

样结果的精度。采样结果值可根据如下公式（2-2）计算得出，其中 N 和 M 的值可以被调整，

过采样单元可以通过设置 ADC_OVSAMPCTL 寄存器的 OVSEN 位来使能，它是以降低数据

输出率为代价，换取较高的数据分辨率。Dout(n)是指 ADC 输出的第 n 个数字信号： 

Result=
1

M
*∑ Dout(n)N-1

n=0                          (2-2) 

片上硬件过采样单元执行两个功能：求和和位右移。过采样率 N 是在 ADC_OVSAMPCTL 寄

存器的 OVSR[2:0]位定义，它的取值范围为 2x 到 256x。除法系数 M 定义一个多达 8 位的右

移，它通过 ADC_OVSAMPCTL 寄存器 OVSS[3:0]位进行配置。 

表 2-2. N 和 M 的最大输出值（灰色部分表示截断） 

Oversa 

mpling 

ratio 

Max 

Raw 

data 

No-shift 

OVSS= 

0000 

1-bit 

shift 

OVSS= 

0001 

2-bit 

shift 

OVSS= 

0010 

3-bit 

shift 

OVSS= 

0011 

4-bit 

shift 

OVSS= 

0100 

5-bit 

shift 

OVSS= 

0101 

6-bit 

shift 

OVSS= 

0110 

7-bit 

shift 

OVSS= 

0111 

8-bit 

shift 

OVSS= 

1000 

2x 0x1FFE 0x1FFE 0x0FFF 0x07FF 0x03FF 0x01FF 0x00FF 0x007F 0x003F 0x001F 

4x 0x3FFC 0x3FFC 0x1FFE 0x0FFF 0x07FF 0x03FF 0x01FF 0x00FF 0x007F 0x003F 

8x 0x7FF8 0x7FF8 0x3FFC 0x1FFE 0x0FFF 0x07FF 0x03FF 0x01FF 0x00FF 0x007F 

16x 0xFFF0 0xFFF0 0x7FF8 0x3FFC 0x1FFE 0x0FFF 0x07FF 0x03FF 0x01FF 0x00FF 

32x 0x1FFE0 0xFFE0 0xFFF0 0x7FF8 0x3FFC 0x1FFE 0x0FFF 0x07FF 0x03FF 0x01FF 

64x 0x3FFC0 0xFFC0 0xFFE0 0xFFF0 0x7FF8 0x3FFC 0x1FFE 0x0FFF 0x07FF 0x03FF 

128x 0x7FF80 0xFF80 0xFFC0 0xFFE0 0xFFF0 0x7FF8 0x3FFC 0x1FFE 0x0FFF 0x07FF 

256x 0xFFF00 0xFF00 0xFF80 0xFFC0 0xFFE0 0xFFF0 0x7FF8 0x3FFC 0x1FFE 0x0FFF 

和标准的转换模式相比，过采样模式的转换时间不会改变：在整个过采样序列的过程中采样时

间仍然保持相等。每 N 个转换就会产生一个新的数据，一个等价的延迟为 N x tADC = N x (tSMPL 

+ tCONV)。 
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对于不具备片上硬件过采样单元的 MCU，软件算法上亦可采用常用的一些滤波算法来降低输

入信号采样值的波动。例如最常见的平均算法，滤波过程中需要占用CPU的算力与一定的RAM

空间。这种平均算法适用于输入信号变化慢，偶有脉冲型干扰的情形。如果信号变化频率已经

大于这个平均滤波算法的执行频率，则会丢失信号变化的细节，平均后的采样结果不能重现信

号的所有信息。 
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